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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

. DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 20: Résistance des CMS a boitier plastique a I’effet combiné
de I'humidité et de la chaleur de soudage

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati

intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations interngtionalé
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également 2
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les g L ésentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, ¢ onné qt ités nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent sgus i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications technique techniques\ ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification interndtionale, les\Conités\qationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possiplexles Norimes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Tou i entke nor de’la CEl et la norme nationale ou régionale

airs dang cette derniére.

5)

6) L’attention est a y
I’objet de droi iété de dr0|ts analogues La CEI ne sauralt etre tenue pour

FDIS Rapport de vote
47/1574/FDIS 47/1576/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Chaque méthode d'essai régie par la CEl 60749-1et faisant partie de la série est une norme
indépendante, numérotée CEI 60749-2, CEI 60749-3, etc. La numérotation de ces méthodes
d'essai est séquentielle et il n'y a pas de relation entre le numéro et la méthode d'essai (c’est-
a-dire pas de regroupement de méthodes d'essais). La liste de ces essais sera disponible sur
le site Internet de la CEl et dans le catalogue.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to
the combined effect of moisture and soldering heat

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fo

gr stangardizatien comprising

international co-operation on all questions concerning standardlzatlon in the e Blec onic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internatignal S¥ aratlon is

with the IEC also participate in this preparation. i International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditio e hy agrgement between the

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techiical /m S 2s nearly as possible, an

3) The documents produced have the form oKrecomm (i i alise and are published in the form
of standards, technical specifications, tecknica 3 ) es and jthey are accepted by the National
Committees in that sense

4) In order to promote international unificatign, 9 Rittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximu i eir national and regional standards. Any

indicated in the latter.

5) The IEC provides no maxki g indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to 3 its—s

6) Attention is drawp tosthe g ibili 3 elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. E p - ] : e ' .

International Sta has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductg i

FDIS Report on voting
47/1574/FDIS 47/1576/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Each test method governed by IEC 60749-1 and which is part of the series is a stand-alone
document, numbered |IEC 60749-2, IEC 60749-3, etc. The numbering of these test methods is
sequential, and there is no relationship between the number and the test method (i.e. no
grouping of test methods). The list of these tests will be available in the IEC Internet site and
in the catalogue.
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La mise a jour de toute méthode d'essais individuelle est indépendante de toute autre partie.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* annulée;
* remplacée par une édition révisée, ou encore
* modifiée.

Le contenu du corrigendum d’aolt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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Updating of any of the individual test methods is independent of any other part.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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INTRODUCTION

Les activités du groupe d'études 2 du comité d'études 47 de la CEl comprennent I'élaboration,
la coordination et la révision des essais climatiques, électriques (pour lesquels seules les
conditions électriques, de verrouillage et d'ESD sont prises en compte), mécaniques et les
techniques d'inspection associées, requises pour assurer la qualité et la fiabilité pour la
conception et la fabrication des semiconducteurs.
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INTRODUCTION

Activity within IEC technical committee 47, working group 2, includes the generation,
coordination and review of climatic, electrical (of which only ESD, latch-up and electrical
conditions for life tests are considered), mechanical test methods, and associated inspection
techniques needed to assess the quality and reliability of the design and manufacture of
semiconductor productors and processes.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 20: Résistance des CMS a boitier plastique a I’effet combiné
de 'humidité et de la chaleur de soudage

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEl 60749 est applicable aux dispositifs a sem
sitifs discrets et circuits intégrés).

ducteurs (dispo-

document. Pour les références datées, seule 'editi i s’applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du doc e s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEIl 60068-2-20:1979,

CEI 60749-3, Dispuwsitifs a j 3 Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 3: Exame@./ 4

Des craquel et des défaillances électriques des CMS a boftier plastique
peuvent, appa lorsque la chaleur de soudage augmente la pression de vapeur de
'humidité~s ¢ ¢ CMS lors du stockage. Ces problémes sont évalués. La présente
méthode d’essai consisté a évaluer la résistance a la chaleur des CMS aprés les avoir

plongés dans un™mjliey simulant 'humidité absorbée lors du stockage en magasin ou dans un
emballage avec desSicant.

4 Appareillage d’essai et matériaux

a) Chambre d’humidité

La chambre d’humidité doit créer un environnement respectant la température et
I’lhumidité relative définies au point c) de l'article 5.

b) Appareillage de brasage par fusion

Les dispositifs de brasage par fusion par convection infrarouge, par convection et en
phase vapeur doivent fournir des profils de températures conformes aux conditions de
chaleur de soudage définies aux points d)1) et d)2) de l'article 5. Les réglages du
dispositif de brasage par fusion doivent étre réalisés a I'aide des profils de températures
de la surface supérieure du composant, mesurées conformément a la figure 1, pendant
que le spécimen est soumis a la chaleur de soudage.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to
the combined effect of moisture and soldering heat

1 Scope and object

This part of IEC 60749 applies to semiconductor devices (discrete dey and integrated
circuits).

4 Test apparatus and materials

a) Humidity chamber

The humidity chamber shall provide an environment complying with the temperature and
relative humidity defined in item c) of clause 5.

b) Reflow soldering apparatus

The infra-red convection, the convection and the vapour-phase reflow soldering apparatus
shall provide temperature profiles complying with the conditions of soldering heat defined
in items d)1) and d)2) of clause 5. The settings of the reflow soldering apparatus shall be
adjusted by temperature profiling of the top surface of the specimen while it is undergoing
the soldering heat process, measured as shown in figure 1.
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Adhésif ou ruban mince

Puce \ @ <¢—— Thermocouple

Broches
Résine

Support

‘ ‘ IEC 1746/01
NOTE Il convient que I’adhésif ou le ruban mince posséde une bonne conductivité thermique.

Figure 1 — Méthode de mesure du profil de température d’'un gomposant

c) Support

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, on p¢
n'importe quel matériau de circuit tel que la fibre de verre épgxy imide. sgmposant
doit étre placé sur le support selon les méthodes habituelles ' ition ipdiquée a la
figure 1. Si la mise en place du composant, selon la fig : i

Flux
Sauf précision con

25 % de col
de la CEIl 600
¢))
5 Pro

a) Mesures initig
I

Le contrdle visuel, conformément a CEl 60749-3, doit étre réalisé avant I'essai. Il faut
étre particuliérement attentif aux fissures externes et aux gonflements, a rechercher
sous un grossissement de 40x.

1) Contréle visu

2 Mesure électrique

Les essais électriques doivent étre réalisés selon les prescriptions de la spécification
applicable.

3) Contrdle interne par tomographie acoustique

Sauf précision contraire dans la spécification applicable, les fissures et déstratifications
internes du composant doivent étre contrblées par tomographie acoustique selon
Ilannexe A.

b) Séchage
Sauf précision contraire dans la spécification applicable, le composant doit étre étuvé

a 125 °C = 5 °C pendant au moins 24 h. Documents
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Adhesive agent or thin tape

Die \ A@ <¢+— Thermocouple

Holder

IEC 1746/01

NOTE The adhesive agent or thin tape should have good thermal conductivity.

Figure 1 — Method of measuring the temperature profile ¢

c) Holder
Unless otherwise detailed in the relevant specification, any board ¢h as epoxy
fibreglass or polyimide, may be used for the holder. Thé placed on the
holder by the usual means and in a position as showh\| ) position of the
specimen as shown in figure 1, necessitates ¢ f" terminations and

the shape of terminations may be chosen,
specification.

d) Wave-soldering apparatus

Perfluorocarbon (p
f)  Flux

Unless othe@
weight of colo

g) Solder
Solder of

1) Visual inspection

Visual inspection, as specified in IEC 60749-3, shall be performed before the test.
Special attention shall be paid to external cracks and swelling, which will be looked for
under a magnification of 40x.

2) Electrical measurement
Electrical testing shall be performed as required by the relevant specification.
3) Internal inspection by acoustic tomography

Unless otherwise detailed in the relevant specification, internal cracks and
delamination in the specimen shall be inspected by acoustic tomography in accordance
with annex A.

b) Drying

Unless otherwise detailed in the relevant specification, the specimen shall be baked at
125 °C £ 5 °C for at least 24 h.
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c) Absorption d’humidité

Sauf précision contraire dans la spécification applicable, les conditions d’absorption
d’humidité doivent étre sélectionnées selon la méthode d'emballage du composant
(voir B.1.1 ). Si I'étuvage du composant avant le soudage est recommandé dans la
spécification applicable, le composant doit étre soumis a I'’étuvage au lieu de I'absorption
d’humidité.

1) Absorption d’humidité pour CMS sous emballage avec dessicant

Pour les CMS sous emballage avec dessicant, les conditions d’absorption d’humidité
spécifiées dans la méthode A, tableau 1, ou la méthode B, tableau 2 peuvent étre
utilisées. Pour les CMS sous emballage avec dessicant, le conditionnement pour
absorption d'humidité comprend deux phases. La premiére phase est destinée a
simuler l'absorption d’humidité du CMS avant l'ouverture de ballage avec

I'absorption d’humidité du CMS au cours du stockage aprés I'olvert emballage
avec dessicant en vue du soudage (environnement non prq

pour absorption d’humidité pour les CMS sous emballage doit étre
sélectionné a partir de la méthode A ou B. La méthode # i iisée lorsque

’humidité relative dans I’emballage avec dessican 3 irg séche est
spécifiée par le fabricant comme se situant entre 16 £ 30 %o ethode B doit étre
utilisée lorsque I'humidité relative dans I'emballag : eS 'ct du dans I'armoire

i) Méthode A

Sauf précision contraire
d’exécuter la premiére phs
Ultérieurement, il est nécessai

Conditions de
stockage autorisées
dans I’emballage avec
dessicant et dans

Conditions de
stockage en
environnement non

Conditions :

I’armoire séche protege
i ] 85 2\2) °C. (30 * 5) % HR,
remiére pha o —
condltlonneme & <30°C, 30 % HR, 1 an
168 0 h

Jg}o +2)°C, (70 £ 5) % HR,
Seconde phas A - <30 °C, 70 % HR, 168 h
condltlonnement 168 24

HR: Humidité relative.

NOTE 1 La premiére phase de conditionnement représente les conditions de stockage dans I'emballage avec
dessicant et dans I'armoire séche, ainsi que I'augmentation de I’humidité relative dans I'’emballage avec dessicant
suite au ré-emballage des CMS chez le distributeur et lors du contréle d’entrée de I'utilisateur. Lorsque la condition
A1 est appliquée, les CMS doivent étre emballés dans un sachet étanche a I’humidité avec des réglettes a circuits
intégrés et des dessicants dans les quelques semaines qui suivent le séchage. lls peuvent alors étre soumis a des
ouvertures temporaires multiples du sachet étanche a I’humidité (pendant plusieurs heures chaque fois). Le ré-
emballage et le contréle des CMS sont possibles tant que I'indicateur d’humidité dans I'’emballage avec dessicant
indique moins de 30 % d’humidité relative, étant donné que les CMS récuperent I'état initial de I’humidité absorbée
dans les quelques jours qui suivent le ré-emballage. Dans ce cas, la mesure du taux d’humidité des CMS
(voir article B.2 ) n’est pas nécessaire en tant que contréle d’humidité de I'emballage avec dessicant. Une
vérification de I'indicateur d’humidité est suffisante pour le contréle d’humidité.

NOTE 2 Lorsque la premiere phase de conditionnement pour absorption d’humidité n’aboutit pas a une
saturation, le temps d’absorption doit étre étendu a 336 h, car les CMS dans un emballage avec dessicant ou une
armoire séche deviennent saturés par 'humidité accumulée au cours d’'un stockage de longue durée. Le temps
d’absorption d’humidité est réduit lorsque la saturation est atteinte lors de la premiére phase de conditionnement.
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